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Langzeitlagerung elektronischer
Komponenten

Das TAB-Verfahren stellt durch drastische Minimierung von Alterungs-
prozessen die Verarbeitbarkeit, Funktionalitit und damit die Verfiig-
barkeit elektronischer Bauteile und Baugruppen bis zu 50 Jahre sicher.
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Bild 1:
Lagerdauer in Abhdngigkeit
von der Lagermethode

tures sorgen dafiir, dass seitens der

Hersteller immer mehr elektronische
Bauteile binnen kiirzester Zeit obsolet und
somit abgekiindigt werden. Bedingt durch
die hohe Anzahl der Firmenzusammen-
schliisse grofier Halbleiterhersteller in den
vergangenen Jahren werden zudem immer
mehr Produktlinien zusammengefiihrt, was
die Zahl der Abkiindigungen noch weiter
steigen lasst. Besonders Einkdufer und Ent-
wickler kennen das Problem: Bereits wah-
rend der Entwicklungsphase oder schon kurz
nach der Markteinfiihrung eines Produktes
sind bereits einzelne Komponenten einer
elektronischen Baugruppe abgekiindigt und
es miissen Entscheidungen hinsichtlich der
weiteren Vorgehensweise getroffen werden,
um kiinftig die Versorgung mit Ersatzbautei-
len sicherstellen zu konnen. Soll ein Re-
design durchgefiihrt werden? Oder soll ein
LTB (Last-Time-Buy) die Verfiigbarkeit der

S tetige Weiterentwicklung und neue Fea-
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bendtigten Teile bis zum Serienende oder
zumindest bis zum nédchsten Produktupdate
sicherstellen, um dann direkt mehrere obso-
lete Teile ersetzen zu kénnen?

Viele Unternehmen haben auf die Proble-
matik reagiert und eine zustdndige Stelle zur
Koordination von Obsoleszenz-Thematiken
eingerichtet. Sinnvollerweise ist diese Abtei-
lung direkt der Geschiftsleitung unterstellt,
da eine wirksame und sinnvolle Losung nur
durch eine iibergeordnete abteilungsiiber-
greifende Instanz erreicht werden kann.

Zur Vorbeugung und auch zur Bearbeitung
von Obsoleszenzfillen ist zundchst eng mit
der Entwicklungsabteilung, dem Qualitéts-
management und dem Einkauf zusammen-
zuarbeiten. Hier gilt es die Bauteile moglichst
so vorzugeben, dass eine Second-Source
verfiigbar und eine Abkiindigung unwahr-
scheinlich ist. Unter Zuhilfenahme geeigne-
ter Tools ist eine voraussichtliche Verfiighar-
keit abschatzbar. Allerdings gilt zu beachten,
dass die Praxis, trotz detaillierter Vorhersa-
getools zur Bewertung der Verfiigbarkeit, oft
anders aussieht.

Daher sollten wichtige Ersatzkomponen-
ten, insbesondere fiir langlebige Produkte
und Investitionsgiiter mit langer Nutzungs-

£ dauer, eingelagert werden, um jegliche Ge-
5 fahr einer mangelnden Ersatzteilverfiighar-

keit auszuschlief3en.

Doch selbst der Weg der Einlagerung be-
notigter Teile birgt nicht zu unterschitzende
Risiken, da nur ein qualifiziertes, speziell auf
die Komponente zugeschnittenes Lagerungs-
konzept die Funktionalitat und Verarbeitbar-
keit nach einer Lagerungszeit von mehreren
Jahren sicherstellt.

Die vielfach verbreitete Meinung, eine La-
gerung in Stickstoff-Drypacks oder Korrosi-
onsschutz-Folien stoppe die Alterungspro-
zesse ist falsch. In z.B. N2-Dry-Packs wird
durch den Stickstoff ausschlief3lich die Oxi-
dation reduziert, jedoch findet man in den
Stickstoff-Drypacks bei einem Standardver-
packungsprozess einen Sauerstoffanteil im
Prozentbereich. Dementsprechend ist sogar
die Wirkung der verminderten Oxidation
fraglich. Die relevanten Alterungsprozesse,
wie z.B. Diffusion oder auch Korrosionspro-
zesse durch ausgasende Schadstoffe, werden
hierbei in keiner Weise reduziert.

Thermisch-Absorptive-Bega-
sung als Losung

Zur Sicherstellung der langfristigen Ver-
fligharkeit elektronischer Komponenten hat
die Firma HTV, einer der weltweiten Markt-
fithrer im Bereich Test, Bauteilprogrammie-
rung, Langzeitkonservierung und -lagerung,
Analytik sowie Bearbeitung elektronischer
Komponenten, mit der Thermisch-Absorpti-
ve-Begasung (TAB) ein Verfahren entwickelt,
um die Langzeitverfiighbarkeit elektronischer
Komponenten mit der geforderten Qualitat
sicherzustellen.

Das seit vielen Jahren auf dem Markt be-
wahrte und einmalige TAB-Verfahren ermog-
licht durch eine spezielle konservierende
sowie schadstoffeliminierende Atmosphdre
und spezifische Lagerbedingungen eine
drastische Reduzierung der entscheidenden
physikalisch-chemischen Alterungsprozesse
elektronischer Komponenten.
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Diffusion, ein wesentlicher Alterungsfak-
tor, wird mithilfe von TAB durch geeignete
Verdnderung der Lagerungstemperaturen
und der damit einhergehenden Erh6hung
der sogenannten Aktivierungsenergie stark
reduziert. Damit wird das Wachstum der in-
termetallischen Phase (Diffusion am Bauteil-
anschluss) zwischen dem Kupfer aus dem
Inneren des Bauteilpins in das Zinn der Pin-
Oberflache drastisch minimiert. Ebenfalls
findet durch TAB auch eine starke Verringe-
rung der Alterungsprozesse im Inneren des
Bauteils (Diffusion auf Chipebene) statt. Die
Korrosions- und Oxidationsbildung wird mit
gezielter Absorption von Feuchte, Sauerstoff
und materialabhdngigen Schadstoffen na-
hezu vollstandig und duflerst langfristig ge-
stoppt. Auch die Gefahren von Whiskerbil-
dungen (winzige, aus dem Material heraus-
wachsende Nadeln, die zu Kurzschliissen auf
Leiterplatten oder einzelnen Bauelementen
fithren k6nnen) und Zinnpest werden be-
herrscht. Zusétzlich schiitzen mehrere
Schichten von verschiedenen bei HTV ent-
wickelten speziellen Funktionsfolien, indem
sie das Eindringen von Fremdstoffen verhin-
dern und Absorbereigenschaften fiir die un-
terschiedlichsten Schadstoffe besitzen.

TAB verringert somit nahezu alle relevan-
ten Alterungsfaktoren. Je nach Ausgangszu-
stand konnen elektronische Bauteile und
Baugruppen damit zurzeit bis zu 50 Jahre
eingelagert werden. Die Qualitat, Verarbeit-
barkeit und Funktionalitat und somit auch
die Ersatzteilverfiigbarkeit elektronischer
Komponenten ist damit fiir mehrere Jahr-
zehnte sichergestellt.

Die Lagerung in Hochsicherheitsgebdu-
den, die sich durch massiven Stahlbetonbau,
besondere brandverhindernde Atmosphére
und aufwendige Alarm- und Kamera- Uber-
wachungssysteme auszeichnen, bieten, ne-
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Bild 2: Vergleich der Lagerungsverfahren N2-Dry-Pack, Korrosionsschutz-Folie und TAB.

Bild 3: Effektivitdt der TAB-Langzeitkonservierung
gegentiber einer herkommlichen Stickstofflage-
rung: Wahrend bei einer Standardlagerung eine
Zunahme der intermetallischen Phase, also der
Diffusion, von ca. 1um pro Jahr feststellbar ist,
ldsst sich bei der Lagerung nach TAB nahezu kein
Phasenwachstum feststellen.

ben optimierten Lagerungsbedingungen,
auch Schutz vor Diebstahl und Naturkatast-
rophen.

Alle relevanten Alterungspro-
zesse werden stark reduziert

Mithilfe von TAB kénnen im Gegensatz zur
herkémmlichen Lagerung alle relevanten
Alterungsprozesse elektronischer Kompo-
nenten stark reduziert, zum Teil sogar ver-
hindert werden, was die Verarbeitbarkeit
und Funktionalitat der Bauteile und Bau-
gruppen bis zu 50 Jahre sicherstellt.

Durch eine Einlagerung mit TAB ist es da-
mit moglich, die durch die mangelnde Ersatz-
teilverfiigbharkeit entstehende Vorsorgeliicke
proaktiv zu schlieflen. Abkiindigungen von
Ersatzteilen verlieren ihre Brisanz und im-
mense Kosten kdnnen eingespart werden.
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